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1 概述

HWD1117系列是一款低压差线性稳压电路。输入电压最大12V，静态功耗2mA，最大输出

电流1A，输出电压精度±3%，提供固定和可调两种版本，适合宽输入电压应用。输入/输出电容

推荐使用10uF钽电容或者MLCC电容保证系统稳定性。片内集成了过流和过热保护功能。采用

SOT223-3封装。

2 产品特点

1) 输入电压范围：最大 12V。

2) 固定输出电压：1.8V、2.5V、3.3V、5V。

3) 可调输出电压：1.25V~12V。

4) 输入/输出 10uF钽电容或者MLCC电容保证稳定性。

5) 静态工作电流：2mA。

6) 最大可驱动负载电流：1A。

7) ±3% 总输出电压调整精度。

8) 线性调整率：0.1%/V。

9) 负载调整率：0.1%/V。

10) 提供过流和过热保护功能

11) SOT223-3封装

3 功能框图

图 1 功能框图
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4 封装信息

4.1 HWD1117系列封装信息

HWD1117系列封装外形及引脚排列图如下图所示。

单位为毫米

尺寸符号
数值

最小 公称 最大

A 1.40 － 1.90
A1 0.01 － 0.20
b 0.62 － 0.85
b2 2.91 － 3.14
D 6.25 － 7.15
D1 6.20 － 6.80
E 6.70 － 7.30
E1 3.30 － 3.70
e － 2.30 －

e1 － 4.60 －

L － 1.75 －

Lp 0.7 1.3
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图 2 HWD1117系列封装外形图及引脚排列图

HWD1117系列引脚描述如下表所示。

表 1 HWD1117引脚描述

引出端序号 符号 引出端描述

1 ADJ/GND 调整端（可调版本）/地（固定版本）

2 VOUT 调整器输出电压，对地接 10uF或更大的电容

3 VIN 调整器输入电压，对地接 10uF或更大的电容

4.2 HWD1117焊盘推荐

HWD1117焊盘推荐如下图所示，用户可根据焊接要求进行调整。

图 3 HWD1117系列推荐焊盘图
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4.3 HWD1117系列焊接推荐

改系列产品建议采用无铅回流曲线焊接。

回流加热方式 热风对流，红外/热风对流

加热速度 最大 3℃/s
预热温度 150℃～200℃ 60s～120s
熔点以上温度保持时间（回流时间） 60s～120s
低于峰值温度 5℃以内的保持时间 最大 30s
引脚或焊球峰值温度 最低 235℃，典型温度 245℃，不超过 260℃
降温速度 最大 6℃/s
室温到峰值温度时间 最小 3.5分钟，典型值 5分钟，不超过 8分钟

建议焊膏 ALPHAOM338 SAC305
备注 请根据选用的焊膏特性作相应的调整

图 4 HWD1117系列封装推荐焊接温度曲线

5 绝对最大额定值及推荐工作范围

5.1 绝对最大额定值

序号 参数名称 参数值

1 输入对地电压（VIN） 15V

3 最大输出电流（IOUT） 1A

4 结温（TJ） 150℃

5 内部工作温度（TOP） -55℃～125℃

6 贮存温度范围（Tstg） -65℃～150℃
注 1：超出绝对最大额定值下列出的应力可能会对器件造成永久性损坏。长时间暴露于任何绝

对最大额定值条件可能会影响器件的可靠性和寿命
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5.2 推荐工作范围

序号 参数名称 参数值

1 电源电压（VIN）
2.75V～12 V(可调版本)

(VOUT+2)V~12 V(固定输出版本)
2 输出电流（IOUT） 10mA～1A

3 工作环境温度（TA） -55℃～125℃

6 电特性参数

除另有规定外，电特性应按表2规定，并适用于全工作温度范围-55℃≤TA≤125℃，参考

GB/T17940-2000进行测试。

表2 电特性

特性 符号

条件

（除另有规定，

-55℃≤TA≤125℃）

极限值
单位

最小值 最大值

参考电压 VREF
HWD1117

10mA≤IOUT≤1A,VIN =3.25V
1.213 1.288 V

输出电压 VOUT

HWD1117
0≤IOUT≤1A

VIN =2.75V,VOUT=1.25V
1.213 1.288

V

HWD1117-1.8 0≤IOUT≤1A
VIN =3.8V,VOUT=1.80V

1.746 1.854

HWD1117/HWD1117-2.5
0≤IOUT≤1A

VIN=4.5V, VOUT=2.5V
2.425 2.575

HWD1117/HWD1117-3.3
0≤IOUT≤1A

VIN =5.3V, VOUT =3.3V
3.201 3.399

HWD1117/HWD1117-5
0≤IOUT≤1A

VIN =7.0V, VOUT =5.0V
4.85 5.15

线性调整率（固定） ΔVOUT
IOUT =10mA

(VOUT+2)V≤VIN≤12V - 50 mV

线性调整率（可调） ΔVOUT
IOUT =10mA

2.75V≤VIN≤12V - 24 mV

负载调整率 ΔVOUT VIN =2.75V 10mA≤IOUT≤1A - 30 mV

输入输出压差(1) Vdrop
IOUT =100mA - 1.3 V

IOUT =1A - 1.5
限制电流 Ilimit VIN - VOUT =2V, TJ=25°C 1 - A

ADJ端的电流(2) IADJ VIN =5V,10mA≤IOUT≤1A 35 120 uA
ADJ端的电流变化(3) Ichange VIN =5V,10mA≤IOUT≤1A - 10 uA

最小负载电流(4) Imin 4 10 mA
静态电流 Iq VIN =12V - 5 mA

注（1）~（4）：此特性只适用于HWD1117。
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7 功能描述

7.1 电流限制和热保护

HWD1117系列的电流门限最小值为 1A，当负载电流超过 1A时，输出电压被减小以维持

在常数的电流门限值。HWD1117系列的温度保护门限典型值为 150℃，在所有的极限条件下，

包括高环境温度和高功率消耗，当结温上升至 150℃以上时，输出点 VOUT 被关断，输出电流

减小至 0；当结温恢复至低于 135℃时，输出端 VOUT再次打开，同时输出电流恢复到正常值。

当输出端短接地时，HWD1117系列会首先触发 1A的过流门限值，此时短路电流维持为 1A，

芯片功耗大引起结温升高。芯片自加热引起结温上升至 150℃时，热关断功能被使能，输出被

关断，输出电流降至 0，芯片功耗减小，结温逐渐下降。随着结温冷却降至 135℃以下时，输出

端开启，由于输出端始终接地，过流电流再次被触发，电流再次上升至 1A并维持，接着又是

升温，电流将至 0，降温，过流，如此反复。因此，只要输出端始终短接到地，就会一直出现：

温度在 150℃~135℃之间的热振荡引起电流在 1A~0mA之间的电流振荡。为芯片更可靠的工作，

功耗瞬态必须要被控制使得结温最好不要超过 125℃。

7.2 典型性能特点

图 5 输出电压温度特性
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图 6 输出电压与输入电压关系

图 7 输出电压与负载电流关系
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图 8 输入输出压差与负载电流关系

图 9 输出电压与温度的关系

8 应用建议

8.1 典型应用电路
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图10 HWD1117系列固定版本应用电路

HWD1117_XX输出为固定电压，有1.8V、2.5V、3.3V和5V四个版本。

图11 HWD1117系列可调版本应用电路

HWD1117系列可调电压版本，基于输出端VOUT与可调端ADJ之间1.25V左右的参考电压VREF

进行电压调节，该电压通过电阻R1产生恒定电流I1，如图9所示。从可调端流出的电流Iadj可能

会引起输出误差。但是，由于该电流与I1相比非常小，并且随着线路和负载变化非常恒定，所

以误差可以忽略不计。通过调节电阻器R2，来将输入电压设置为所需要的电压值。

HWD1117系列可应用于计算机电路板、显卡的电源管理、BLD显示器与BLD电视、DVD解

码板、ADSL调制解调器、Post Regulators for Switching Supplies。

8.2 电容选择

1) 输出电容：输出电容推荐10uF或更大容值钽电容。输出电容的选择主要考虑电容寄生的等

效电阻，该电阻会影响LDO调整器的环路稳定性，同时也影响在负载电流变化(突变)时输

出点的瞬态响应。在负载电流有较大突变时，输出电容容值越大，瞬态响应性能越好。

HWD1117系列推荐最小值为10uF 且ESR在0.3~22ohm间的钽电容以保证环路稳定性；当使

用Cadj时，需要输出电容容值大于22uF。

2) 输入电容：输入端对地接电容能减小印刷电路板(PCB)版对芯片内部电路的敏感度，尤其是

输入导线较长或是有较高的输入源阻抗时。输入对地旁路电容容值要与输出端对地电容容

值大小匹配，当输出端电容大于10uF时，输入端对地电容也应采用相同容值电容。推荐使
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用10uF钽电容。

3) 调整端旁路电容：可调版本用旁路电容Cadj直接从调整端接地，可以改善纹波抑制，防止LDO

纹波随输出电压增加而放大。在任何条件下，Cadj的阻抗应小于R1，以防止纹波变大。

1/(2Π ∗ ������� ∗ ����) < �1

R1位输出端到调整端间的电阻，通常情况下取值在100~200ohm之间。例如，当R1=124ohm，

fRIPPLE = 120Hz时，Cadj应该大于11uF。

8.3 供电要求

HWD1117系列输入电源电压最大为15V，超出此范围可能会对器件造成永久性损坏。长时

间暴露于绝对最大额定值条件可能会影响器件的可靠性和寿命。建议输入电压小于或等于12V，

最低输出压降Vdrop也必须满足要求。

8.4 热考虑

大多数应用，输出端不被接地或没有大功率消耗，由于高工作环境温度、高工作电压、封

装带来的热消耗等原因，温度很有可能会超过结温150℃。当结温超过150℃时，热关断使能；

当结温恢复至135℃以下时，芯片恢复正常功能。为了保证芯片的散热性能，芯片的结温要考虑

工作环境温度、功率器件的功率消耗引起的自加热、由于功率消耗封装材料的升温、结与周边

环境空气的热阻（���）。���的数值取决于封装材料和焊接到GND引脚的铜线数量。

图12 PCB布板示例

9 使用注意事项

器件必须采取防静电措施进行操作。

该器件操作注意事项如下：
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a) 器件应在防静电的工作台上操作；

b) 试验设备和器具应接地；

c) 不能触摸器件引线；

d) 器件应存放在导电材料制成的容器中；

e) MOS区域内避免使用能引起静电的塑料、橡胶或丝织物。

HWD1117系列产品需要注意：

a) 输出电容请选择至少 10uF 的钽电容且尽量放置在靠近 HWD1117 系列输出引脚 OUT

处。

b) 请勿将输出电容放置在距离调整器 10mm 以外。

c) 调整器输入电容请使用至少 10uF钽电容，以便提高负载瞬态响应能力。

d) 使用时请勿超过最大额定值。
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10 订货信息

表 3 产品订货信息

序号 产品型号 封装形式 封装材料 质量保证等级 引脚材料 重量（g） 详细规范

1 HWD1117 SOT223-3 塑料 军温级 铜镀锡 0.1 Q/HWD 50018-2020

2 HWD1117-5.0 SOT223-3 塑料 军温级 铜镀锡 0.1 Q/HWD 50080-2022

3 HWD1117-3.3 SOT223-3 塑料 军温级 铜镀锡 0.1 Q/HWD 50081-2022

4 HWD1117-2.5 SOT223-3 塑料 军温级 铜镀锡 0.1 Q/HWD 50082-2022

5 HWD1117-1.8 SOT223-3 塑料 军温级 铜镀锡 0.1 Q/HWD 50083-2022
注1：

军温级器件满足Q/HWD40020-2018 《华微军温级产品通用规范》的筛选要求，其工作环境温度范围应为-55℃～+125℃。

注2：产品订货信息为我司已有产品或确定研制的器件，可根据用户需求研制其他封装形式的器件。
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